
≪クラック検出可能ウェハ≫
・ベアウェハ

・パターン付ウェハ

・薄ウェハ／厚ウェハ

・ダイシング前／後のウェハ

・ダイシングテープ上のウェハ
・ＢＧテープ貼付ウェハ

・タイコウェハ

ウェハ一括撮像・検査（１ショット／１枚）

目視では発見が困難な、ウェハの微細クラックを特殊な光学系と
画像処理で検出します。

クラックの入っているウェハを色分け表示。

ウェハクラック検査装置

≪特長≫
・１ウェハ１ショットの為、高スループット。

・光源にＬＥＤを使用している為、ランニングコストが

殆ど掛からない。

・シンプルで高検出能力。

・幅５００ｍｍでレイアウトが容易。

・ユーティリティはＡＣ１００のみの為、設置が簡単。

WAFER CRACK INSPECTION ＳＹＳＴＥＭ SEL-WCISシリーズ

特許取得済



Ｗ ： ５００　Ｘ　Ｄ ： １１００　Ｘ　Ｈ ： １８００ 別途お打合せ
ＡＣ１００Ｖ

ＶＡ：２Ｋ（ＭＡＸ）
別途お打合せ

約450kg 別途お打合せ約400kg

ＷＣＩＳ－１５０ ＷＣＩＳ－２００

カセット　　：　上下動エレベータ
検査ステージ　　 ：　一軸

スループット

ＷＣＩＳ－３００
４inch ６ｉｎｃｈ ８inch １２ｉｎｃｈ

１５秒以内／１枚　※２
（カセットよりウェハ引出し　⇒　検査　⇒　収納まで）

搬送系

電力

表示方法
　　　　　　　　　　　　　　　　・クラックを検出したウェハの番号を表示。
　　　　　　　　　　　　　　　　・クラックを検出した場合、そのウェハの画像を自動保存
　　　　　　　　　　　　　　　　・クラック位置座標をマップと座標位置で表示。

※１　その他のサイズのウェハ、サイズ違いの兼用、ダイシングリング付ウェハは別途ご相談ください。
※２　もっと高速なスループットをご希望の場合は別途ご相談ください。

ＧＵＩ タッチパネル

装置サイズ

別途お打合せ

別途お打合せ

ＳＰＥＣ　ＳＨＥＥＴ

検査内容

照明

　　　　　　　　　　　　　　　　　・Ｓｉ，化合物半導体であれば、ウェハの種類は問いません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（両面にフィルムが貼ってあるウェハは検査不可能）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（著しく反ったウェハや鏡面で無いウェハは検出不可能）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※１

クラックの検出・表示

ＬＥＤ

検査対象ウェハ

ＷＣＩＳ－１００

ＦＦＵ

オプション

重量

工場側の上位ＰＣとの通信機能（ＳＥＣＳ，ＧＥＭ３００など）

マップ情報との照合

上位通信

どのチップにクラックが入っているか、マップ上に表示します。
（お客様のウェハのマップデータが必要となります）
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クラック検出用光学系

寸法図
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■本カタログの仕様に付いては、予告なしに変更する場合がございます。

No.1

検査画面

結果表示画面

STO140626003

カセット内のクラックの入っ
たウェハを赤色表示

クラックの位置を赤色表示クラックの位置を座標表示


